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CYBERSECURITE, INFORMATIQUE ET,
RESEAUX, ELECTRONIQUE

DAO et CAO avec Proteus

Testeur de batterie 12 V - version composants traversants

Consignes :
- travail individuel pour la saisie de schéma et le routage

- travail individuel pour le placement, le brasage et les tests finaux

- sauvegarder votre travail fréquemment en tapant CTRL + S au clavier
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TP DAO CAO

1 Présentation

En électronique :
* la DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) désigne I'utilisation d'une application qui
permet de saisir un schéma électronique, de vérifier le respect des régles
électriques et parfois de simuler le schéma électronique.

E En BTS on utilisera Isis de la suite Proteus.

* la CAO' (Conception Assistée par Ordinateur) désigne I'utilisation d'une application qui
permet de créer le modéle numérique d'une carte électronique & circuit imprimé?, de
vérifier le respect des regles électriques et d'exporter la carte dans un format propre
au procédé de fabrication (chimique = typon , mécanique = fichiers Gerber).

(i3 En BTS on utilisera Ares de la suite Proteus.

[EE BatteryTester - ISIS Profession:

File View Edit Tools Design Graph Source Debug Library Template System Help VR1 VDD
78L05

DEH @& @B ||BE +|+Q88Q |9 2] & nInAE
e 3w vo |-
—;1124 bk R A b { R A, gtk 100n
ke s : e RS B : v S s e v v o
: — 5 20 L : AP e s
- .F o SK1 T R3 =
1 Jorieo o2 4 e
= |oap 33k
= |BENELECT47UIS/
B [K KKZ Ra
1 |PC1oFzen 1k ZN zD1 -4 C2
= |FES IN4734A | 100n
(9]
” C3
i 474 J_ IC1
2 - GPO/ANO
7 GP1/ANT
4 L GP2/TOCKI/FOSC4
GP3/MCLR
’ . rd .
Schéma sous Isis Schéma structurel (Isis)

Carte a circuit imprimé sous Ares Typon (Ares)
(visualisation 3D)

1 Enanglais CAD (Computer-Aided Design)
2 Enanglais PCB (Printed Circuit Board)
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TP DAO CAO

2  Démarche de DAO - CAQ en électronique

Au cours de ce TP nous effectuerons toutes les étapes de DAO-CAO sauf |'étape 9. Un
kit a souder vous sera remis une fois la carte correctement routée sous Ares et

correctement exportée vers le site de commande en ligne.

1. Saisie du schéma structurel

2. Vérification de I'affectation des empreintes (boitiers) et du respect des regles
électriques

3. Export vers Ares
Création du bord de carte

Placement des empreintes sous Ares

o o »

Paramétrage des régles conception

N

Routage de la carte (tracé des pistes entre pastilles)
8. Export des fichiers pour fabrication et commande en ligne
La démarche de DAO-CAO doit &tre complétée par la fabrication et les tests :
9. Fabrication de la carte a circuit imprimé (gravure chimique ou mécanique)
10. Soudage (brasage) des composants sur la carte
11. Vérification des équipotentiels et de I'absence de courts-circuits

12. Test de bon fonctionnement de la carte

3 Dossier de fabrication

Ce dossier contient tous les documents permettant de créer le schéma structurel et la carte
a circuit imprimé :

® schéma structurel de la carte a fabriquer ;

X liste des composants et empreintes associées ;

% dimensions de la carte ;

® schéma d'implantation des composants.

4 Saisie du schéma

Tous les fichiers nécessaires pour le TP sont accessibles en suivant le lien :

https://lycrouv-sn.fr/rsc/TdTp/Tp/ciell/TP_dao cao/

‘B Télécharger le fichier BatteryTester.DSN situé dans le dossier BatteryTester puis

I'ouvrir avec Isis.
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BatteryTester/BatteryTester.DSN
https://lycrouv-sn.fr/rsc/TdTp/Tp/ciel1/TP_dao_cao/

TP DAO CAO

Il est possible de créer de nouveaux composants sous Isis et Ares. Afin de les différencier
des composants pré-installés de la suite Proteus, ils sont enregistrés dans une bibliotheque
« lycée » (LIBRARY-SN1).

‘B Dézipper LIBBRARY-CIEL1.zip puis copier le répertoire LIBRARY-SN1 sous C:\Appli,

si le dossier existe déja écrasez-le.

‘B Ajouter le chemin de cette bibliothéque « lycée » sous Isis et Ares :

Source Debug Library Template System Help | path Configuration ® Py
'¢' ‘*’ @% Q Q s Initial Falder Far Designs: Library Locale:
I 4 |ritial folder iz taken from Windows. y . :
e l e <™ |ritial folder iz ahways the same one that was used last. Gieneic
o1 =Menu :System R < Initial folder is abways the following: 4 European
i A Horth Amei
oo |:| 1. C:MProgram FileshProteus 7 ProfessionalsSamples b3 o Amencan
- -4--Fermer Isis puis faire.de . - || Templatefoderss _
: :méme SQUS:AFES; F:erme:r: R ‘j 1. C:\Program Files\Prateus 7 ProfessionahTEMPLATES 2 - Clic sur le + *
. Ares puisrelancerlisis.. . . . b
LTIt Library folders:
PR R J:I 1. C:MProgram Files\Proteus 7 Professional\LIBRARY \A
o
¢ 5
. 7| Rechercher un dossier &J -
Select a new folder to be added to the list:
Bl Bureau it +
[ Bibliothiques 3J - Pointer sur le dossier des -
>4 Groupe résidentiel bibliothéques du lycée £ v
> A franck
4 M| Poste de travail *
' 05 (C) 0000 B (Kiobytes) ||
* —a Data (D) -
> e Lecteur DVD RW (E:) / ™ ¥
Dossier : C:\Appli\LIBRARY-SN1 S
o) Comis )
-

“B Relancer Isis ou Ares pour prendre en compte la modification.
“B A partir du schéma structurel du dossier de fabrication, saisir le schéma structurel du

testeur de batterie.

A Consignes a respecter

Tous les composants sont identifiés par un repere (ex. : R1 pour une résistance). Ce repere doit
€tre unique et sera saisi conformément au schéma structurel.

Modifier les valeurs des composants (ex. : 1k pour une résistance) conformément au schéma
structurel.

Tous les composants devront €tre associés a leur empreinte, celle-ci est précisée dans le dossier
de fabrication.

La led bicolore du schéma structurel n'existe pas dans Isis. Il faut donc créer ce composant !

? Aides

Pour la saisie de schéma : Guide Isis.pdf chapitre 6 (dans le dossier Tuto).
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Tuto/Guide_Isis.pdf
file:///C:/Appli
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TP DAO CAO

Pour la vérification des emgreimes :

Debug

RQaQ ||

Library

Template

23?\ QSSI @ﬂ#ﬁ::é?ﬁ. ﬂﬁ@%

S tem HEIp

E

I
1
l' . -
m BatteryTester - Physical Partlist View'] = C|IC sur DESIQH EXplOfer u_lﬂ:' =
Reference | Type | Value | Circuit/Package
. Yersion composants llaversanls :D— C1 CAP 100n CAPAAXIAL-200
-2 CAP 100n CAPA-A:AL-200
-3 GEMELECT47U35 47y CAPECTROLYTICRIG
PIC10F220 PIC10F220 DILOB
< L01 BI-LED BI-LED missing
[ RES 220 RES20
P-R2 RES 220 RES20
PR3 RES 33k RES20
E RES 1k RES20
AP sk kK2 kK2 missing
- vR1 7eL05 7eL05 TO92 LPEF
P21 TH47 344, TH47 344 ZEMER-300
2 - Une empreinte manquante est
signalée par "missing"
4| 1 (3
e
Pour associer une empreinte :
1.+ Double:clic sur le composant: :| edit compori@- Une empreinte est déja associée |21 =
Lol LLLoiiin P Component Beference:  |WAR1 Hidden:
Component Value: 78L05 Hidden:
LCancel
. LISA Mods File [7a0s / [Higeal =]
4 PCB Package TR =[] [Higear =]
&4 R Pick Packages - e . (A=) \
K
LM | Kepworgs Besuks (93] o E
Fi @ = = 3 - On peut aussl saisir
R | [di — Devioe: Libwary Desaiiplion B . "
Match Whole Words? N DILT0 CONNECTORS 10 wap DIL header, 100t pitch directement le nom d'unelautre
CONMT CONMECTORS 14 wap DIL header, 100t pitch i
Category CONN-DIL1E ONMECTORS 16 way DIL header, 100th pitch empreinte
CONN-DIL20 S5 20 way DIL header, 100th pitch
Correctars COMN-DILZE CONMECT ay DIL header, 100th pitch =
Integrated Circuits CONN-DIL30 CONNECTORS 30 w3
Miscellaneous CONN-DIL34 CONNECTORS 34 wap DIL hea Simulation Atach hierarchy madule
CONN-DIL4D CONNECTORS 40 wap DIL header, 10069 (RPCE Laout
CONN-DILED COMMECTORS 50 wap DIL header, 100t pitch || -
Tupe: CONN-DILED COMMECTORS 50 wap DIL header, 100t pitch
CONNDILE COMMECTORS & wap DIL headsr, 100t pitch LY
Thwugh Hole DO4SERDILIE PACKAGE 14 Segment display, 18 pin DIL IC, O Bin width | it
DILD4 PACKAGE 4 pin DIL IC. 0 3in width .
DILDG PACKAGE ssz:mut,na::x:mh - 4 - Onpeut consulter foutes:les | @ 1
DILOE LPKF LPKF LD] emprelntes connues: par AI'ES P IS -
Sub-categary DILDGROLIY s Ce
Bi0s & pin DIL IT. 0.3 width I €n choisir une: parml ‘les résulta
DILDR LPKF : preposes
DILDEROLIY o
DiLT2 12pin DILIC. 03 vidth
14 pin DILIT, 0.3 width
DILT4 LPKF
DILT4ROLIY
DILTR 16 pin DIL I, 0 3in width
DILTE LPKF
DILTEROLIY
DiLTE 18 pin DIL I, 0.3in width
DILTSETROITLPKF  LPKF
DILTSETROIT ROUY  EMP
D'U 4 Preview. DIL20 PACKAGE 20 pin DIL IC, 0.3in width
DIL20 LPKF LPEF
:l DIL20ROLY EMP
3 DII|77 PACKAF 22 min DILAC 1 3in width S
— 1 L3

Pour créer le nouveau composant led bicolore : nécessaire car ce dernier n'existe pas sous Isis.
Un composant est un symbole graphique muni de broches numérotées conformément a la

documentation constructeur.
Dans Isis créer un nouveau sc

héma.
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TP DAO CAO

3 L
> . > .
= T E fR&PHIC STYLES = =
i E#DHEHT C |C E FRAPHICSTYLE
g o madll COHPONENT
FORT - FIN
= |MARKER o T PORT
= |ACTUATOR o = |MARKER
3 |INDICATOR o = ACTUATOR
- [veROBE {>- |INDICATOR
e ITTPDEBE - ﬁ YWFROBE
GEMERATOR ; 'TTP?_:EE
TERMINAL =)
9 SUBCIRCUIT - "N ?EEEWJLDH \
" |20 GRAPHIC - S )
£ WRE DOT _ o |SUBCIRCUIT
2 WIRE R A #7020 GRAPHIC
BUS WIRE . 1. |WIRE DOT ovd .
= BORDER L' 1 - Créer le rectangle du- F WIRE "2 - Créer le symbole des
2 / .symbole 2 |gon leds- a l'intérieur-du-
U R /A PERLATE rectangle’
L
>
+
=[P ANE
Co M DEFALLT
INVERT
1T |Fasaik
= |MEGCLK
= I5HORT
P |BUS
ﬁ\
@ |
i
@ 3 - Insérer les trois broches
s . de type "DEFAULT" .
k| [ o
> .
+ o N
(T - - 4 - Double clic surla broche 1, - -
i |phee . . puis donner un nom et un NUMEro. '
= |NEBCLK o . Décocher "Draw name". . .
SHORT
- [BUS ::zZ Nyﬁﬁ:::::ﬁﬁﬁ'.ﬁﬁﬁ_
™y
Edit Pin ’ \ / |2 [
@ C\I . |Ial, \\ //
" PinName: &1
/\ L . . H:
Iﬁ’" Diefault Pin Mumber: |1 i
@ Diraw body? v
/ Draw name?
Diraw number? v Rotate Pin Murnber?
E o Electrical Type:
- 1l n woo & PS - Passive < TS - Tristate
£ 9 - Cliquez sur NEXt> ~ . . IR - Input S PU - Pullup
[ ] S, < 0P - Dutput < PD - Pull-down
Lo s 0 - Bidirectional £ PP - Power Pin
A
6 - Faire de méme pour |a Use IUp and PgDin keys ta navigate through the: pins
o brOChE2(K et I_a bFOChes(Az) |<Previous-|.r Nemty | | || LCancel
c A
)
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TP DAO CAO

il

Make Device

- Joy L[ peviees |

AlI-LED

YW :

s
------\-------.--------------;

7 - Entourez|le composant
par clic gatm:he.mainte.nu :
dans le mode sélection - /
8 - Clic droit|puis "Make

9 - Complétgr les champs -
"Device Name:" et .

10 - Cliquez sur "Next>"

General Properties:

Enter the name for the device and the component reference prefis.

BI-LED

Device Mame:

Active Component Properties:
properties for component animation. Please refer ta the Proteus

ymbol Mame Stem:; |

T

= device when it iz placed.

SM SDK for mare informatian.

. R Help | | || MNewts || || Cancel
"Reference Prefix:" - - - - - - - 4
o —
j; EI Package Device 2
+ . . S =]
ik - = o (oo I o
- - * | ke Device g || | | |
= [P[L[ DEWICES |
b ELE.[I [ Pick Packa
j:t Tin i Kengd( Besults 2]
= ThBLE are nDl FEE SaCkaQ\ i [ Dievice: [ Libray [ Description
e pastagngs o ihe dems. s BI-COLOR-LEDT ROUVPKG
& LEI-COLOR-LED TP-DAD-CAD-PKG
= 'K ! agoiies
= L#"| Discrete Components
@
w
> ™~
i g (2 Topes]
/ Through Hole
[ : A A i 1
® 11 - Cliquez jsur "Add/Edit A
~, | pour associgr une empreint O
03 au composant -+ - - :
A | 12 - Cliquez gur "Add" N
13 - Recherghez puis sélectionnez#
4 |l'empreinte BI-COLOQR-LED. . .
c v Use ARE!
)
- || BI-COLOR-LED Preview:
R
t ."!ﬂio.
oK

Si vous ne

voyez pas I'empreinte dans la liste ajoutez le chemin de la bibliothéque du lycée sous Ares

(méme méthode que sous Isis page 4).
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TP DAO CAO

B8 Package Device

Packagings:  |BI-COLOR-LED

v Default package?

| ddd ”Bename H Delete H

Ma. Of Gate: |1

Stock AO0rder Code:
Device Dezcription;

16 - Compléter les différents champs p
L%\:Eaintc)elilag!l]a%auiedggnglﬁsnnation "TP-DAC

Device Motes;

17 - Le composant est maintenant visil

Liis choisir
-CAO-LIB"

le dans la liste de

I

composants et il est sauvegardé dans

a bibliothéque

(%

(o J[ oo I |

| 4 H LCancel ‘

J

Fin Hidden Common | Tupe i) /—\
A1 Paszive 1
A2 Pazzive 3
k. Pazzive 2
' L)
- L-' .
MC Ping &dd Pin
Swapable Pins:
14 - Cliquez sur "Assign Package(s}‘;\
15 - Cliquez sur "Next" pour les trois
prochaines fenétres .
v lze ARES Libraries Help Azzign Package(z) Cancel
Make Device | ?
Device Categony: Save Device To Librany:
|Dptaelectmnics j USERDVC
. ARDUIMNO
Device Sub-categony: TUTO
- | Mew ROUMLIB
[LEDs ~ orrs
' Device Manufacturer: g{?ﬁ'mTEP
| Nare] | NOKI&
ROUM-LIE

Vous pouvez maintenant ré-ouvrir votre schéma et aller chercher votre nouveau composant.
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TP DAO CAO

5 Vérification du schéma

‘B Vérifier que tous les composants ont une empreinte associée.

‘B Contrdler que les référence et valeur des composants sont conformes au schéma

structurel.

‘D Vérifier le respect des régles électriques :

Graph Source Debug Library Template System Help
| & ALY 1Y E
| BB ELECTRICAL RULES CHECK - ISIS Professional El ) |

ELECTRICAL RULES CHECE EEFCRT

[ Zoonad dmah 2

Lancer la Vériﬁcation/ b

Design: Testeur de batterie 12V . , .

Doc. mo.: 1 des regles €lectriques E

Revision: 0 el ac axvrart ceot,

S Il peut y avoir les :a‘ye_r:tg:s:etzn:ents ‘
Created: 10/10/19 (WARNING) mais il faut absolument voir

dified: 01/12/18
Hoteol: R le message « Ntlist generated OK. »

TRTS=-SNTSITERT TesteurDeBat (B - - -
“ARNING: VDD,<TERM> (Power Terminal) connected to IC1,GP3/SMCLRS (I/Q)

WABNING: VCC/VDD,<TERM> (Power Rail) connected to IC1,GP3/SMCLRS (I/C)
WABNING: 1IC1,VDD (Power Pin} connected to IC1,GP3/SMCLRS (I/C)

"D

#I:Compiling design
%C=0002, 00

Netlist generated CE.
RC errors found.

Cinboard TR 1 i ¥

% Appelez le professeur pour valider votre travail.

6  Export vers Ares

Cliquer sur licéne| [ en haut & droite puis choisir le modéle de carte par défaut. Isis exporte
automatiquement tous les composants (empreintes) et toutes les connexions de votre schéma
Isis vers Ares (Netlist).

[y rore i e W

File Output View Edit Library Tools Technology Systemn Help

ODSH @%| & | Gd6 || @Al mes 2|4

On retrouve la liste des composants rangés
selon leur référence.
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TP DAO CAO

7/

7 Présentation de la technologie du circuit imprimé

Une carte a circuit imprimé® permet de connecter électriquement des composants en tracant
des pistes métalliques entres les différentes broches ou pattes. Une carte posséde deux
faces :

Coté composant (Top ou
component side en anglais)
L'implantation des composants
est réalisé en général de ce
coté.

Coté soudure (Bottom ou
solder side en anglais)
On aper¢oit nettement les
pistes reliant les broches entre
elles.

Les pistes peuvent tre tracées c6té soudure, on parle alors de carte simple face ou alors des
deux c6tés, on parle alors de carte double face. Ares représente la carte vue du coté
composant et permet de router une carte (tracé des pistes entre empreintes).

8  Présentation d'Ares
File Output View Edit Library Tools Technology System Help

|DEd @%@ | HH|| @Al

Gt
e
1

I

TI COMPOMEMTS o
o — L

GRE@BODOCX = IS wY |

wem q .
/'-3-3 réalisation du bord.de carte:: :::
notamment -

'\

B\

3 Enanglais PCB (Printed Circuit Board)
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9 Création du bord de carte

9.1 Unités

Ares posseéde deux systemes d'unité :
* le systeme métrique avec pour unité le millimetre [mm];
* le systeme impérial avec pour unité le thousandth [th] qui correspond a un millieme de
pouce, soit environ 25,4 ym.

Pour passer d'un systéme a l'autre, appuyer sur la fouche M du clavier. Les coordonnées de la

souris apparaissent en bas a droite.

9.2 Pas de lagrille

Ares utilise une grille pour tracer les différents objets (bord de carte, texte) et pour placer
les composants. Plus le pas de cette grille est petit et plus vous serez précis dans le tracé ou
le placement. Pour changer de pas aller dans le menu « View » puis cliquez sur un des pas
proposés.

En général un pas de 1 mm est suffisant pour tracer le contour de carte (précision de 0,5
mm).

9.3 Tracé du bord de carte

ology System Help

Sl M E ARG Q| Y 2

|5 ARES Professional Lz
, i [ = @~ =
Plutdt quun long discours, | =™ -

suivez le tuto d'Ares pour Masquer Précédent Impimer  Options \Lancer I’aide dans le menu Help |

The Board Edge
/7 S .
créer un contour de carte =ommae llndex l BeChemher] Before we can place the components on the board we 1
. F-3 INTRODUCTION - need only a simple rectangular board edge but we dow
i respecte le -
qui respecte les 21453 TUTORIAL high).
dimensions du dossier‘ de - Overview The first thing to point out here is that ARES will opera
-1 Display Qptions either by toggling the Metric command on the View me
fabricqﬂon_ =- a Compaonent Placement placement of the board edge and also elsewhere in the
- [E] Introduction To start placing the board edge. select the 2D Rectang

8] Components and F'ac
5] The Board Edge]

[£] Work Area, Co-ordina
@ Placing Component
... [E] Mounting Holes and
e D Design Rules and Met C:

=-#3 Routing the Board . x
w03 Power Planes and SiotChoisir le chapitre « The Board Edge » ‘

-3 3D Visualisation
-1 Board Output Options Mext, change the Layer Selector to the Board Edge Lar
M- APPENDIX: Creating Mev

M- GENERAL CONCEPTS - “E

Fl T b -

4 m
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10  Placement des empreintes a l'intérieur du bord de carte

Le placement est une étape tres importante (placement des connecteurs en bord de carte,

démélage du chevelu, etc).

10.1 Définition des regles électriques

Ces regles permettent de préciser a Ares les distances minimales qu'il faudra respecter entre

pistes, entre pistes et pastilles, entre pistes et bord de carte, etc. On parle de regles

d'isolation.

‘B Cliquez sur l'icone g puis régler les parametres comme indiqué ci-dessous :

Design Rules ] Met Clanes] Defaults]

Fule Name  |[T]Eg000%] | Mew || ||

Apply to Layer: Clearances
“:I [l Layers) J Pad - Pad Clearance: 12th E
e L Fad - Trace Clearance:  |[12th E
|[AII FEe J Trace - Trace Clearance: [12th E

Graphics Clearance: 15th E
EdaesSlat Clearance: 15th E

‘With Reszpect Ta:

/ |

v Enable design rule checking?

| k. | ‘ LCancel
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TP DAO CAO

10.2 Placement des composants

“B En mode composant - placer tous les composants (cdté composant) d l'intérieur du
bord de carte. Vous pouvez faire tourner le composant sur lui-méme en appuyant sur la
touche + ou - du clavier.

#A Consignes a respecter

L'emplacement devra €tre conforme au schéma d'implantation.

. ~ \ . -
Aucune erreur ne doit apparaitre en bas a droite (respect des

regles d'isolation). MNo DRE emors

11  Routage de la carte

111 Routage automatigue

Le routage consiste a tracer des pistes entre broches. Avant de lancer le routage il faut
notamment définir la ou les couches concernées (simple ou double face), la largeur des pistes
et le pas de la grille de routage.

Dans notre cas on utilisera le routage sur la couche BOTTOM uniquement et on privilégie un
routage vertical.

‘B Cliquez sur licéne 5" (gestionnaire des régles de conception) puis régler les
[naaiac ]
parametres comme indiqué ci-dessous :

Design Rule Manag

| Defas| Paramétrer de la méme
maniére la classe "SIGNAL
Net Clsss |POWER /"; [ hew ] || |

Routing Styles Layer Aszignment far dutarouting

Trace Style |T12 Pair 1 [Hoz [ (Mone]
Meck Shyle |[N one] [Wert]: |- B ottam Copper
Yia Style |DEF.-’-‘-.LILT Fair 2 [Hoz, ||:| [Mane]

[Wert): ||:| [Mone]

Pair 3 [Hoz |[]{MNone]

4 [ert) ||:| [Mone]
Hormal . .

™ Top Blind Colowr [® Pair 4 [Hoz ||:|[N|:|ne]

& Bottom Blind Hidden? verth |IiNone)

< Buried Eriarity: 1

Wia Type: Fatznest Display:

KN | KN { KN | K { K8 | KR | K5 {EX

Lycée ROUVIERE. BTS - CIEL1
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TP DAO CAO

“B Cliquez sur l'icéne | 242 (autorouteur) puis régler les paramétres comme indiqué ci-

dessous :

= Begin Routing

Fanout Paszes: 5 Repeat Phases: |1 Baport Besion e
Routing Pazzes: |50 Eilter Paszes: 5 Import Session File

Cleaning Paszes: |2 Recarmer Pasz: e

< Bun specified DO fle autamatically

| Pour ne pas avoir d'angle droit sur les pistes

<" Enter rauter commands interactively
| < Launch edemal copy o ELECTRS _, Pag de la grille de routage

Deszign Rules:- : LConflict Handling:

“wire Grid: - Treat conflicts as missings Reset to Defaults |

Via Grid: W <™ Load conflictz az illegal tracks

llegal tracks will flazh vellow and

[w Allow aff grid routing? : Rrs
Sl king? show az design rule violations.
|« Enable autonecking? Cancel

Help

Si des pistes n'ont pas été routées vérifier s'il s'agit de la ligne GND (en zoomant sur la carte

le nom des connexions appardit dans le mode H ).
Dans ce cas le probléme sera résolu a I'étape suivante sinon il faut essayer les remédiations
suivantes :

* revoir le placement de vos composants ;

* diminuer la taille des pistes (passage de T12 a T10) ;

* diminuer le pas de la grille de routage.

11.2 Réalisation d'un plan de masse

Sur une carte a circuit imprimé un plan de masse permet de réduire le bruit dii a la résistance
de la ligne GND en faisant une « coulée de cuivre » entre les broches reliées au GND.

‘B Dans le menu Tools lancer le « Power Plane generator » puis paramétrer comme suit :

NetLa coulée |GND=POWER La coulée se fera surla
Lydera relte2|- Bottom Copper couche BOTTOM

au GND
Boundany: |DEFAULT

Cliquez sur "OK"
Edge clearance: | une fois les

parameétres saisis

Il n'y aura pas d'espacement entre la coulée et le bord de carte

Lycée ROUVIERE. BTS - CIEL1
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& Vérifier que le plan de masse a bien été créé.

TP DAO CAO

¥ Appelez le professeur pour valider votre travail.

12

Exportation des fichiers Gerber et commande (fictive) en ligne du pcb

Les fichiers Gerber sont un format d'export d'un pcb qui :

contient I'ensemble des informations nécessaires a la fabrication d'un pcb (position et

taille des pistes et pastilles, taille des trous de pergage,

géométrie du bord de carte) ;

permet la fabrication d'un pcb en ligne ou a partir de la

machine de gravure par fraisage présente en D0O5.

Exporter les fichiers Gerber en vous rendant dans le

menu — Sorties — Sorties Gerber/Excellon... d'Ares.

Sélectionner dans la fenétre les couches concernées par

la fabrication de votre pcb, a savoir dans notre cas les

couches : Bottom Copper (cuivre coté soudure), Top Silk

(sérigraphie c6té composant), Top et Bottom resist

(vernis épargne sur les deux faces) , Drill (pergage) et

Edge pour le bord de carte. L'export se fera dans un
fichier ZIP. Cliquer sur le bouton OK :

r

Sotis CADCAM | Notes CADCAM |

Sortie CADCAM [Gerber et Excellon]

Génération sortie

MHam [zans ext): |BatteryTester-F!outed-Power-F’Iane

Diossiern: |E ADocumentzsLycRouhBTS-SMASHATPLWA-TR-DAD-CADWProf T estewrD eB atterie-1

<™ Sartie vers fichiers TXT séparés?
" Sortie vers fichier ZIP?

Louches/Mize en page:

[~ Top Copper [~ Inner 1 [~ Inher &

[w Boattom Copper [ Inner 2 [~ Inner 8

™ Top Silk [~ Inner 3 [~ Inner 10
[ Bottom Silk [~ Inner 4 [ Inher 11
W Top resist [ Inner 5 [~ Inner 12
[¥ Bottom Resist [~ Inner & [~ Inner13
[ Top Mazk [~ Inter 7 [ Irmer 14
[~ Bottorn Mask [~ Mech1 [~ Mech 3
[ Dl [~ Mech2 [~ Mech 4

[V Edge [sur toutes les couches]

[~ Digtance isclement global |5tk E

Toutes || Aucune |

[~ Lancer visionneur Gerber aprés génération?

[~ Duvre dozzier zortie automatiquement?
[ Ouvre ZIP automatiquernent?

Rotation:
% ¥ horizontal

< wertical
Unités fichier IMF:
" Impériale [thou)
< Métrique [rom)
< Autg

Couche routage/découpe;

R &flesion:
4 Nomale
<" irair
Farmat Gerber:

< RS274D
& R5274

[ Jtech 1

Rasterizer bitmap/palice:

Fésolution:

500 dpi -

=]

(=

|| Annuler |

Viewer [2

visualiser votre pcb avant production.

Lycée ROUVIERE.
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Fichier

Sorties  Affichage Edition Bibliothéques

= 5 Imprimer...

R

1
i
Q_‘!‘
ﬁ)
T
X
H
- ]
a
e
[ ]
W
I
ol
=]

[rig%n Configuration imprimante...

ﬂ'ié Infermatien imprimante

Definir zone de sortie
Definir origine de sortie

Exporter graphiques r
Contrdle préproduction...

Commentaires fabrication...

;1'1 Sorties Gerber/Excellon...
'ﬁﬁ Visionneur Gerber...

Fichier de sélection/placement...
Fichier des points de test...
Sortie ODB++..,

Sortie IDF...

Visualisation 3D

Expoftation des fichiers Gerber

“® Rendez-vous
maintenant sur le site
de JLCPCB

Jelt JLCPCB-

Cliquer sur le bouton
Add gerber file :

puis

naviguer vers le
fichier ZIP contenant
les fichiers Gerber .

Laissez les parametres
de production par
défaut puis cliquez sur
le bouton Gerber

er Viewer , créer alors un compte ou bien utiliser un compte Google pour
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https://jlcpcb.com/
https://jlcpcb.com/

TP DAO CAO

‘B Vous pouvez a présent visualiser I
votre carte en 3D et vérifier qu'il n'y  ewcws
pClS d'C(ber'r‘GTiOﬂS. HOLE_PTH ( DrillPthLayer )

ANALYSIS_OUT_LINE ( anal

ANALYSIS_TOP_PAD ( analy

“B Vous pouvez sélectionner les R
différentes couches pour vérifier le @ s o e
routage par exemple (en décochant g ¥ = rmreve
couche BOT_SOLDER_MASK et en o (e
retournant la carte). rop sstey

TOP_SOLDER_MASK ( Batte.

ANALYSIS_PTH_FILL ( analy

TOP_SILK (B

Pour ce TP nous n'effectuerons évidemment g .oron
pas de Commande ! BOT_SOLDER_MASK ( Batie.

13 Implantation et soudage des composants

A l'aide du schéma d'implantation et de la notice implantez les composants sur la carte puis
procédez a leur brasage a I'étain.

Un soin tout particulier sera apporté au placement des composants, les
broches devront tre coudées a l'aide de l'outil adéquat et coupées apres
brasage.

Commencez par souder les composants les moins encombrants en hauteur afin

de pouvoir les maintenir en position facilement lorsque la carte est retournée.

14  Vérification et test

141 Test de continuité

Vérifier que les lignes d'alimentation +12V, VDD et GND sont correctement distribuées. On
utilisera pour cela un multimetre en ohmmeétre.

142 Test d'isolement

Vérifier l'isolement entre pistes voisines, entre broches voisines et entre les lignes
d'alimentation.

143 Test de bon fonctionnement

Procéder a I'alimentation de la carte avec la tension adéquate (penser a limiter I'intensité
maximale de I'alimentation). Vérifier le bon fonctionnement de votre carte en faisant en
simulant I'état de charge de la batterie en faisant varier la valeur de I'alimentation.

% Appelez le professeur pour valider votre travail.

Vos efforts sont récompensés, vous pouvez conserver la carte
pour épater votre réseau social !
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